TECHNICKY LIST

Mékka pajka:

Slitina: S-Sn99,75
Norma: PN 681 - 332

Zakladni charakteristika:

Slitina Sn99,75 je vhodna pro pouziti v elektronice, elektrotechnice, pro pocinovani, pro strojni a ruéni
pajeni. Pajené materialy - méd, mosaz, Zzelezo/ocel, pocinovany a pozinkovany plech a plast. Lze
pajet pajeCkou, ponorem.

Fyzikalni a chemické vlastnosti:

Sn obsah: 99,75%

Doprovodné prvky max.: 0,25%
Teplota taveni (liquidus/solidus): 232°C
Hustota: 7,3 g/cm3

Tvrdost: HB 5

Dodavané tvary a baleni:

Lité tyce:
10x10x10mm — délka 500mm (trojhranny profil)

Jiné tvary, rozméry ¢&i baleni po dohodé.

Skladovani a Manipulace:

Skladovatelnost je 5 let od dodani pfi skladovani v suchém (max. vlhkost 70 %) prostfedi pfi teplotach
od 5 do 25 °C.

Bezpecnost:

Pouzivejte s dostateCnym vétranim a vhodnymi osobnimi ochrannymi pomdckami. VeSkeré specifické
informace pro pfipad nouze naleznete v bezpecnostnim listu.



